
2026年6月2日㊋ ～ 4日㊍ 09：30～17：00
場所：台北国際展示場  南港ホール１・２館

Future-Proof Together
 台日AIインフラマッチング2026

台湾AIデータセンター関連企業との
ビジネスマッチング参加企業を募集

　電波新聞社では、６月２日（火）から５日（金）まで台湾・台北で開催されます「COMPUTEX 
2026」会場に於きまして、展示会に参加している台湾 AIデータセンター構築に関係する台湾
企業とのビジネスマッチングを開催いたします。

本企画はAIインフラ導入をご検討の皆様へ
台湾企業が提供する次世代 AIソリューション、例えば：
　・ラックスケールAIシステム（NVIDIA 最新世代対応）
　・液冷（Liquid Cooling）統合ソリューション
　・高効率電源／エネルギー管理
　・800G 高速ネットワーク
　・エッジAI ／フィジカルAIプラットフォーム
などに関係する企業をご紹介いたします。

　３月に米国サンノゼで開催されましたNVIDIAイベント“GTC2026”以降、AI はサーバー単体
からAIファクトリーへと新潮流が動き始めています。
　「COMPUTEX 2026」にご来場いただき、最新 AI 技術トレンドを把握していただくとともに、
ビジネスマッチングを次世代 AIインフラ構築の第一歩としてご活用ください。

参加台湾企業：面談を効率的に行うため、マッチングご参加の申し込みを受け付けさせていた
だきました後、面談を希望される台湾企業の情報をいただき具体的に面談の
手配をさせていただきます。
期間中の面談は３件、一回の面談時間は50分を予定しています。

COMPUTEX 2026

■開催概要 参加費無料、通訳付き

●参加申込締切日：2026年5月27日㊌

こちらの申込みフォームよりお申込みください

■問い合わせ先

株式会社電波新聞社　コンピュテックス2026　ビジネスマッチング担当
Tel. 03-3445-6131　Email si-event@dempa.co.jp

https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html
https://forms.cloud.microsoft/r/LnDYmHpJfY

